附件
一、甲方提供：
1、 测试原理图图纸PDF(或AD原件)以及网表，提供BOM以及个别指定第三方采购渠道；
2、 提供布局约束指导，对接socket以及测试机台等；
3、 [bookmark: _GoBack]提供EDA指导，但交付质量以及性能由乙方负责；

二、设计要求：
1、能够完成0.2mm Ptich,0.1mm-0.15mm的Pad的9*9BGA封装的PCB加工能力，.保证走线50um线宽有50欧的阻抗特性，理论Dk值小于3.5
2、雷射孔小于75um，孔盘小于BGA焊盘，制板厚度大于2mm，平整度小于50um。
3、具备优秀的PCB设计能力，熟悉小Pitch的封装芯片测试基板设计，能够交付多种场景测试需求，包括模拟、高速、射频等器件测试基板，具备类似测试项目的交付；
4、具备优秀的技能和良好的交互能力，能够满足甲方提出的各类技术性文件需求；
5、具备优良的供应产业链，能够提供通用类物料、板材以及特殊板材（松下、罗杰斯等）采购；
6、具备先进的焊接以及测试产线，能够焊接0.3mm pitch的BGA类芯片，保证90%的良率；
7、乙方需提供全部设计、生产、测试等文件资料，并配合甲方提供各种技术文件。

3、 对乙方供应商资质要求：
1.如有，须配合财务穿透审计。
2.具有类似测试板开发经验，如要求须提供证明文件如以往合同；
3.供应商公司注册资本实缴金额不得为零，社保人数不得为零；
4.拥有ISO9001质量体系认证；
5.能提供完整设计、仿真、制造、装配及测试服务；
6.签订合同后35个工作日内交货，验收周期90日内完成，验收完成后30日内付款；
7.具备优质的信誉，能够保证稳定时间的产品交付；
8.质保1年，质保开始时间验收合格日起
